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(57) Abstract: The invention relates to a chip arrangement comprising a first chip having at least one first signal interface with first 
coupling elements disposed along a first line in a first number density, and at least one second chip having at least one second signal 
interface with second coupling elements disposed along a second line in a second number density. The first and second coupling 
elements are adapted to allow contactless signal transmission between the first and second signal interface. The first and the second 
chip are arranged relative to each other in such a way that coupling elements of the first and the second signal interface are enabled 
to cooperate to transmit signals in a contactless manner. The longitudinal extension of at least one of the signal interfaces along the 
line associated therewith is longer than the length of the overlap of the two longitudinal extensions. One of the signal interfaces has 
a higher number density of coupling elements than the other one. 

(57) Zusammenfassung: Chip-Anordnung mit einem ersten Chip, der mindestens eine erste Signal schnittstelle mit langs einer ers- 
ten Linie in einer ersten Anzahldichte angeordneten ersten Kopplungselementen aufweist, und mit mindestens einem zweiten Chip, 
der mindestens eine zweite Signalschnittstelle mit langs einer zweiten Linie in einer zweiten Anzahldichte angeordneten zweiten 
Kopplungselementen 
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aufweist: bei der die ersten und zweiten Kopplungselemente ausgebildet sind, eine kontaktlose Signalubertragung zwischen der 
ersten und der zweiten Signalschnittstelle zu ermoglichen, bei der der erste und der zweite Chip relativ zueinander so angeordnet sind, 
dass Kopplungselemente der ersten und der zweiten Signalschnittstelle miteinander kontaktlos Signale iibertragen konnen, bei der die 
Langserstreckung mindestens einer der Signalschnittstellen langs der ihr zugeordneten Linie groBer ist als die Lange der Uberlappung 
beiderLangserstreckungen, und bei der eine der Signalschnittstellen eine groBere Anzahldichte an Kopplungselementen aufweist als 
die andere. 



